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Wymagania dla lutowanych zespotéow
elektrycznych i elektronicznych

1 WIADOMOSCI OGOLNE

1.1 Zakres Standard ten przedstawia zalecane praktyki i wymagania dla wytwarzania lutowanych zespotow elektrycznych
i elektronicznych. Historycznie rzecz biorac, standardy dotyczace zespolu elektronicznego (lutowanego) zawieraty bardziej
wyczerpujace, obszerne wskazoéwki dotyczace podstaw i technik. W celu doktadniejszego zrozumienia zalecen i wymagan
tego dokumentu, mozna stosowa¢ go tacznie z [IPC-HDBK-001 i IPC-A-610.

1.2 Cel Standard ten opisuje materialy, metody i kryteria dopuszczenia dla produkcji lutowanych zespolow elektrycznych
i elektronicznych. Zamiarem tego dokumentu jest poleganie na metodologii kontroli procesu w celu zapewnienia
odpowiednich poziomdéw jakosci w trakcie wytwarzania produktéw. Zamiarem tego dokumentu nie jest wykluczenie
jakiejkolwiek procedury umiejscowienia komponentu lub naktadania topnika i lutowia stosowanego do wykonania
polaczenia elektrycznego.

1.3 Klasyfikacja Standard ten uznaje, ze zespoty elektryczne i elektroniczne poddawane sg klasyfikacjom zgodnie do
zastosowania koncowego. Trzy podstawowe klasy produktu zostaly ustalone by odzwierciedli¢ réznice w technologii,
ztozonosci, wymaganiach dotyczacych osiagdéw i czestotliwosci weryfikacji (inspekcja/test). Nalezy zdawac sobie sprawe,
ze miedzy klasami moze zachodzi¢ powigzanie sprzgtowe.

Uzytkownik (zobacz 1.8.13) jest odpowiedzialny za okreslenie klasy produktu. Klasa produktu powinna by¢ okreslona w
dokumentach porozumiewawczych (umowie).

KLASA 1 Ogodlne Produkty Elektroniczne
Zawiera produkty odpowiednie do zastosowan, w ktorych gtéwnym wymaganiem jest funkcjonalno$é catego zespotu.

KLASA 2 Produkty Elektroniczne z Przeznaczeniem do Konkretnych Zastosowan Ustugowych

Zawiera produkty, od ktorych wymagana jest ciaglos¢ osiagnig¢¢ i przedtuzona zywotno$¢ oraz dla ktérych nieprzerwane
dziatanie jest wymagane, ale nie jest krytyczne. Typowe srodowisko koncowego uzytkowania nie powinno wywoltywacé
uszkodzen.

KLASA 3 Produkty Elektroniczne Wysokiej Klasy

Zawiera produkty dla ktorych ciaglos$¢ osiagniec lub dziatanie na zadanie jest krytyczne; jakikolwiek przestoj sprzetu
nie jest dopuszczalny. Srodowisko koficowego uzytkowania moze byé niezwykle surowe, a sprzet musi funkcjonowaé
na zadanie, jak np. systemy podtrzymania zycia i inne krytyczne systemy.

1.4 Jednostki Wymiarowe i Zastosowania Wszystkie wymiary i tolerancje, jak réwniez inne formy pomiarow
(temperatura, waga, itp.) w tym standardzie sa wyrazone w jednostkach SI (Migdzynarodowy System Miar) ( z
angielskimi rownowaznikami wymiaréw podanymi w nawiasach). Wymiary i tolerancje stosujg milimetr jako
podstawowa forme¢ wyrazania wielko$ci; mikrometry sa uzywane, gdy wymagana doktadno$¢, wyrazona w
milimetrach jest niewystarczajaca. Celsjusz jest uzywany do wyrazenia temperatury. Waga jest okreslana w
gramach.

1.4.1 Weryfikacja Wymiarow Rzeczywisty wymiar, montazu okres§lonej czes$ci oraz wymiary wypehienia lutowiem
i ustalenia procentowe, nie s3 wymagane za wyjatkiem celéw referencyjnych. Dla celow ustalenia dostosowania

do tej specyfikacji, wszystkie wyszczegdlnione ograniczenia w tym standardzie, sg ograniczeniami zupetnymi jak
zdefiniowano w standardzie ASTM E29.






